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(54) Bezeichnung : BLEIFREIE HOCHTEMPERATURVERBINDUNG

(57) Abstract: The invention relates to a simple method for cohesively joining an electronic component to a substrate, wherein a)
an electronic component with a first surface to be joined and a substrate with a second surface to be joined is provided, b) a solde -
ring paste is applied to at least one of the surfaces to be joined, c) the electronic component and the substrate are arranged in such
a way that the first surface of the electronic component to be joined is in contact to the second surface to be joined via the solde-
ring paste and d) the arrangement from c) is soldered in order to create a cohesive joint between the electronic component and the
substrate, wherein the soldering paste (i) comprises 10-30 wt % of copper particles, (ii) 60-80 wt % of particles of at least one ma-
terial chosen from the group comprising tin and tin-copper-alloys and (iii) 3-30 wt% of flux material, wherein the median particle
diameter of the copper particles and the particles from a material chosen from the group comprising tin and tin-cooper-alloys is
not more than 15 wm and wherein the application thickness of the soldering paste is at least 20 pum.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein einfaches Verfahren zum Stoft schliissigen Verbinden eines elektronischen
Bauteils mit einem Substrat, bei dem man a) ein elektronisches Bauteil mit einer ersten zu verbindenden Oberfldche und ein Sub-
strat mit einer zweiten zu verbindenden Oberfldche bereitstellt, b) auf wenigstens eine der zu verbindenden Oberfléchen eine Lot-
paste auftrégt, c) das elektronische Bauteil und das Substrat so anordnet, dass die erste zu verbindende Oberflache des elektroni-
schen Bauteils mit der zweiten zu verbindenden Oberfléche des Substrats iiber die Lotpaste in Kontakt steht, und d) die Anord-
nung aus c¢) verldtet, um eine Stoft schliissige Verbindung zwischen dem elektronischen Bauteil und dem Substrat zu erzeugen,
wobei die Lotpaste (i) 10 - 30 Gewichtsprozent Kupferpartikel, (ii) 60 - 80 Gewichtsprozent Partikel aus wenigstens einem Stotf,
der aus der Gruppe ausgewdhlt ist, die aus Zinn und Zinn-Kupfer-Legierungen besteht, und (iii) 3 - 30 Gewichtsprozent Flussmit-
tel enthélt, wobei der mittlere Teilchendurchmesser der Kupferpartikel und der Partikel aus einem Stoft, der aus der Gruppe aus-
gewdhlt ist, die aus Zinn und Zinn-Kupfer-Legierungen besteht, nicht mehr als 15 um betrédgt, und wobei die Auftragsdicke der
Lotpaste wenigstens 20 um betrégt.

wo 2011/009597 A1 I 10KV 00 OO0



